Conectores de Alta Densidade

Na presente €poca de
franco progresso no desem-
penho da electrénica tor-
nou-se lugar comum admi-
tir um aumento continuado
da velocidade, densidade
e compactagao dos circui-
tos integrados (IC), acom-
panhado por redugdao do
custo por desempenho
unitdrio e dimensdes do
produto final.

Mas enquanto tem sido
possivel atingir este desenvolvimento nos integrados, por
intermédio dos avangos da tecnologia de semicondutores,
as tecnologias de interconexdo enfrentam um desafio
diferente.

De facto, pode-se usar uma gama de técnicas essen-
cialmente Opticas para reduzir as dimensdes de um cir-
cuito integrado ao minimo. Em contrapartida, nao €
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Fig. 1 - Regra de Rent para varios dispositivos 16gicos.

possivel aplicar o mesmo método para produzir um
conector. Por isso os pacotes de integrados tém uma
tendéncia a crescer mais que proporcionalmente em
relagao a prépria fundigdo (de silicio) devido as exi-
géncias de interconexao, as quais em geral aumentam
com a complexidade do circuito, segundo a conhecida
regra de Rent (ver Fig.1).

O projectista de sistemas encontra-se portanto numa
condi¢dao de compromisso em relagao as exigéncias de
interconexao. Torna-se necessario repartir um integrado
no seu projecto de maneira a minimizar a totalidade de
pinos de um determinado dispositivo, ou implementar
uma forma de multiplexagem. Estes dois passos sao
retrégrados na evolugdo para circuitos integrados de cres-

Tendencia da Electronica
no Mundo

Hoje a industria de electronica anda pelos 700 bilioes
de délares no ambito mundial. A volta do ano 2000 a
electronica serda a mator industria do mundo. podendo
atingir a marca de 1300 bihioes de dolares. Mudangas nas
tecnologias ¢ mercados. combinada com o rapido cresci-
mento de especializacio e globalizacao. fazem desta
industria uma actividade extremamente complexa.

cente complexidade, moti-
vada pela necessidade de
reduzir a quantidade total
de integrados a fim de dimi-
nuir o custo e aumentar o
desempenho do sistema.
Uma solugdo possivel
consiste em incorporar tec-
nologias 6pticas nos siste-
mas electrénicos. Até hoje,
a maior utiliza¢ao de com-
ponentes Opticos na indus-
tria de electrénica tem sido
nas telecomunicagdes a grande distidncia e tem aumen-
tado muito nas comunicagdes entre sistemas (por meio de
redes locais ou LANs). Nao demorara muito até€ que a
Optica penetre no interior dos sistemas electrénicos, em
vez de se situar apenas entre sistemas electronicos. Ini-
cialmente, a optoelectrénica poderéd ajudar a proporcio-
nar distnbuicdes sincronas (por rel6gio) e comunicagoes
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Fig. 2 - Distribuicao de relogio optica e eléctrica.

inter-IC de maneira a reduzir o nimero de pinos nos cir-
cuitos integrados, e assim facilitar a interconexao (ver
Fig.2). Para satisfazer estas exigéncias aparecem novas
tecnologias em dreas como PCBs (cartas de circuitos im-
pressos) € MCMs ou adesivos condutores e correctores
elastométricos. O primeiro passo a dar sera conhecer os
tipos de interconexdes que existem disponiveis. Baseado
numa permorizada investigacao, a BPA produziu um
relatério de 210 péginas tendo em vista conectores de alta
densidade, o qual fornece dados técnicos e comerciais
sobre a utilizagdo actual e futura destes dispositivos nos
sistemas electrénicos e analisando o impacto da industria
de conectores no ambito mundial. Custa 8100 libras
estrelinas. [




